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K&S produce die bonder automatiche adatte per semiconduttori, micro sistemi, automotive, telefoni cellulari, chip on board e altre applicazini di micro elettronica con le linee di macchine:

· Easyline

· Swissline
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     K&S è il leader mondiale per le Ball Bonder Automatiche con i seguenti 

     modelli:

· Maxµm ultra™ per prestazioni avanzate
· Maxµm elite™  per dispositivi a basso numero di fili
· 8098 Large Area Bonder fino a 400 x 330 mm
[image: image3.jpg])



   

         AT Premier™ Stud Bumper per Tecnologia avanzate, per wafer fino a

                            300 mm
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K&S è il leader mondiale per le Ball e Wedge Bonder Manuali, adatte per applicazioni :

· Optoelettronica

· Hybrid / MCM

· Prodotti Microwave

· Dispositivi Discreti e laser

· Chip-on-Board

Con i seguenti modelli:

· Ball Bonder 4522 e 4524AD
· Wedge Bonder 4526 e 4523AD
· Ball e Wedge bonder 4700 (due macchine in una)
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               K&S è il leader mondiale per la produzione dei capillari ceramici
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   K&S produce Wedge tool per ogni tipo di applicazione.
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   K&S offre una gamma completa di fili e bandelle per bonding 
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   K&S offre vari tipi di lame diamantate per taglio di wafer, e package

   singulation
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